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TMI en INTERPACK 2008

TMI - Técnicas Mecdnicas
llerdenses, va a participar en la
préxima edicién del Salén IN-
TERPACK 2008 (Stand 12 A 47)

que se celebrard en Disseldorf

(Alemania) del 24 al 30 de Abril
préximos. Se trata del mayor en-
cuentro empresarial a nivel mun-
dial dentro del sector del Envase
y Embalaje.

En esta ocasién mostrard dos
elementos que forman parte de la
mayoria de las lineas de paleti-
zacién suministradas actualmen-
te, y que permitirén al visitante
polarse hacer una idea muy cla-
ra del Standard de calidad de
TMI en cuanto a disefio, materia-
les y componentes. Ambas uni-
doci;s estaran en funcionamien-
to, de este modo se podré apre-
ciar también el funcionamiento
suave y silencioso de toda la ci-
nemdtica.

Sistema de giro de sacos
mediante FLAP a 180°

Con méximas prestaciones
en cuanto a velocidad, este siste-
ma es ideal para sacos de valvu-
la —que no estén herméticamente
cerrados— y para productos co-
rrosivos o abrasivos, ya que todos
los mecanismos quedan en la
parte superior del saco y no que-
dan expuestos a derrames, fugas
o el propio polvo en suspensién
del procﬁfcto.

Los ajustes laterales del FLAP
suponen un acondicionado adi-
cional para el lateral del saco pre-
vio a su paletizacién final.

El propio FLAP dispone de un
mecanismo PATENTADO que per-
mite una pre-agrupacién del sa-
co a efectos de ganar velocidad,
reduciendo el nimero de ciclos
del empujador de capas.

Grapa motorizada para
manipulacién de sacos de
boca abierta

Esta grapa, de accionamien-
to mediante servo-motor, permite
Guiados con tratamientos plésti-
cos de Glfima generacién que pro-
porcionan la méxima suavidad
de desplazamiento y una dina-
mica sifljenciosq. Permite solapar
las bocas de los sacos ya que tra-
baja por deposicion vertical de
los mismos.

Fabricada con aceros espe-
ciales de resistencia aumentada,
permite utilizar secciones meno-
res para aligerar la masa en mo-
vimiento y reducir las inercias, sin
renunciar a la misma resistencia.

Ademés, estd disponible en
ejecucién ATEX, para uso en at-
mésferas pulverulentas con riesgo
de explosién. ]
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sector del hormigdén.
- Facil ajuste por PCI.

- Minimo mantenimiento.
- Facil colocacion.

- Maximas prestaciones. \!

- Conexidn directa con equipos ARCO.

Carcasa de acero  Ceramica alumina

it de all
Comunicacion standar RS-485. |nmr¢éd;§::nliieaalta nasi:thzia
Salida analogical-20mA, v )
Comunicacion CAN ~ © i plreininne i

[
lfmsnemn

(¥4

)
Montaje en
tecnologia SMD

Ramme=s Microcontralador

Adlualizacian de Firmware de 32 bits

farma remota a Flash con
software Humiarc Win
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- Centrales de hormigdn. T

- Carga de aridos.
- Recicladares.

- Con la experiencia de un lider.




